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IBM BladeCenter PS700
PS701 和 PS702 易捷版
旨在实现更具智能星球的更具智能 Power 刀片

要点

● 在 IBM BladeCenter Power 刀片上实现
整合并虚拟化应用程序、从而更好地利用
资源并放大高效的 BladeCenter 早已非
常突出的优势

● 使用灵活的配置简化您的部署、这些配置
使得可以轻松地实施适当的系统并能同时
运行 AIX®、IBM i 和 Linux® 操作系统

● 极为简单的可扩展性、可以实现轻松扩展
及按需购买的灵活性、以便最大限度地获
得投资保护、性能增长并迅速实现价值

● 安全、富有弹性的基础架构解决方案、可
以帮助降低成本和风险以及提高能效和灵
活性

BladeCenter PS700、PS701和 PS702易捷版基于久经考验的
IBM BladeCenter®系列产品（易于使用、具有高度部署灵活性、能效、

可扩展性和可管理性的集成平台）构建、是适用于 64位应用程序的
顶级刀片。最大限度地降低复杂性、提高效率、使流程自动化、降低

能耗并可轻松扩展：这些是实现更智能星球的重要基准。基于

POWER7处理器的新型 PS 刀片可同时于系统级别和虚拟机级别自动
优化性能和容量、POWER7处理器包含有可帮助最大限度提高性能
并优化能效的创新性技术、新型刀片从中获得了众多的优势。它们是

市场中可用于 UNIX®、i 和 Linux 部署的最灵活且最具成本效益的解
决方案之一。PS 刀片得到了进一步地增强、能与其他 IBM BladeCenter
刀片服务器安装在同一机箱中、因而可以提供客户和企业所需的快速

投资回报。

BladeCenter PS 刀片基于对高度动态基础架构的承诺推出、有助于提
供敏捷快速的卓越业务和 IT 服务、所有这些均可通过易于管理的高
效方法来实现。PS700、PS701和 PS702易捷版刀片经过了 IBM的
预先配置和测试、并基于久经考验的技术构建。它们采用 3.0 GHz
64位 POWER7™处理器并提供 4核、8核或 16核配置、经优化可
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PS 刀片系列

使系统及其虚拟机同时达到最高性能。该卓越性能与

PowerVM 相结合、使得您现在可以进行大量工作负载整合、
从而实现最高的系统利用率、可预测性能和成本效率。

Power 可轻松平衡工作负载性能
POWER7智能线程技术可以通过选择最适合的线程模式来
实现工作负载优化：单线程（每个内核）或并发多线程－

2或 4模式。因此、智能线程技术可以提高应用程序的性能。
此外、通过智能缓存技术、POWER7处理器还能最大限度
地增加对内核的缓存存取、从而提高性能。

Power 意味着动态的能源优化
EnergyScale™ 技术提供了智能能源管理特性、这些特性可
以显著、动态地节省电力并进一步提高能效。这些智能能源

特性使得 POWER7处理器在环境条件允许时能以较高频率
运行、从而提高性能和性能功耗比；或在用户设置允许时以

较低频率运行、从而实现大量能源节省。

采用 Power 刀片的智能 BladeCenter 解决
方案
如果您正在寻求替代传统机架服务器的完美备选方案、那么

不用找了。使用各种可选 PS 刀片和受支持的 BladeCenter
机箱、您可拥有任何类型的苛刻工作负载所需的性能和可扩

展性。与 BladeCenter S 机箱结合时、PS 刀片便成为在办公
室和分布式企业环境中部署刀片的理想解决方案。与需要多

个电源与风扇、独立的系统管理、多条电缆和大量空间的独

立服务器不同、IBM BladeCenter 小巧灵活、易于使用。通
过集成服务器、存储、网络和管理、BladeCenter 可帮助各
个行业的公司消除复杂性问题。这些刀片包含运行应用程序

所需的全部组件 - 处理器、内存、I/O 和存储。机箱中包含
共享的冗余电源、共享的热插拔散热装置、介质托架、集成

式以太网、存储设备、交换与整合的强大管理。
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简化系统、降低成本、提高生产效率、实现环保。这些都是

IT 的当务之急、促使企业重新考虑其服务器战略、并更易
于接受运用 IT 的新方法。刀片是下一代解决方案、有望带
来全方位的改进。所以、扔掉您的电缆、迈开前进的步伐吧。

迁移到使用更少能源、给您更多选择和控制的刀片解决方案。

除了复杂性外、您什么都不会失去。IBM BladeCenter 具有
开放、简单、环保的特点、是您的正确选择。

特性 优势

全球首批基于 POWER7 的可扩
展刀片服务器

●

●

●

最大限度地提高性能并降低成本；在支持最新 POWER7 处理器技术的节能平台上整合工作负载并实现虚拟化
按需购买；起始配置为单处理器芯片（8 核）、条件成熟时可升级为双处理器芯片（16 核）、而无须弃置初始
投资
节省时间和资金；可在单一刀片平台上实现标准化以满足单处理器与双处理器芯片服务器应用程序需求

IBM BladeCenter 具有高效、
灵活的设计

●

●

●

●

●

可在更小的空间内安装更多的服务器
有多款 BladeCenter 机箱可供选择、可以对系统进行量身定制以满足不同的业务需求
与传统的 1U 或 2U 机架服务器相比、购买成本和能耗更低
可以集成网络交换基础架构、以改进布线和数据中心维护
可以部署在几乎所有的办公环境中、实现安静、安全和少污染的运营

领先的 EnergyScale 技术和
IBM Systems Director Active
Energy Manager™ 软件

●

●

通过管理应用程序利用率和服务器能耗可以减少所产生的热量

系统散热所需能源较少

业界领先的 IBM PowerVM™ 虚
拟化技术

●

●

●

利用较少的服务器运行较多的工作负载、从而降低基础架构成本
通过虚拟化存储、网络和计算资源简化 IT 运营
以更快的配置和更高的弹性管理风险并缩短停机时间

创新的可靠性功能和系统管理 ●

●

加快硬件修复速度并缩短维修时间
实现计划内维护并对关键的系统组件进行前瞻性监控、有助于减少意外故障

可以选择 AIX、IBM i 或 Linux
操作系统

●

●

●

●

在单一平台上实现标准化、该平台可运行支持业务的大型应用程序和各种应用程序组合
充分利用 IBM 的行业领先 UNIX 操作系统 AIX 的强大功能
利用 Linux for Power® 操作系统访问广泛的开放源代码应用程序
利用集成 IBM i 操作环境的简单性

BladeCenter H 及 PS 刀片
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IBM BladeCenter PS700 易捷版一览表

外形 适用于 BladeCenter E、BladeCenter T、BladeCenter S、BladeCenter H 或 BladeCenter HT 机箱的单宽刀片服
务器

处理器内核 具有 AltiVec™ SIMD 和硬件十进制浮点加速功能的 4 个 64 位 3.0 GHz POWER7 内核

二级 （L2） 缓存 每个内核 256 KB

三级 （L3） 缓存 每个内核 4 MB

内存（标配/最大） 基础产品：8 GB （2 x 4 GB）；易捷版产品：16 GB （4 x 4 GB）、每个刀片的最大容量为 64 GB、8 个
DIMM 插槽、以 1,066 MHz （4 GB DIMM） 和 800 MHz （8 GB DIMM） 频率运行的 ECC IBM Chipkill™
DDR3 SDRAM

内部磁盘存储 两个 300 或 600 GB 2.5" 串行连接 SCSI （SAS） 10K rpm 非热插拔磁盘驱动器；基础产品无需磁盘驱动器。

网络 集成虚拟以太网适配器 （IVE）、双千兆、支持可选的双千兆以太网

I/O 升级 一个 PCI-E CIOv 扩展卡和一个 PCI-E CFFh 高速扩展卡

可选连接 1 和 10 Gbps 以太网、4 和 8 Gbps 光纤通道、4X InfiniBand®、SAS 扩展

PowerVM PowerVM 易捷版：包含带集成虚拟管理器和 PowerVM Lx86 的虚拟 I/O 服务器 （VIOS）
PowerVM 标准版：添加了共享处理器池和微分区
PowerVM 企业版：添加了活动内存共享和实时分区迁移

系统管理 集成系统管理处理器、IBM Systems Director Active Energy Manager、光通路诊断、预测性故障分析、群集系
统管理 （CSM）、Serial Over LAN、符合 IPMI

RAS 特性 IBM Chipkill ECC 检测与纠正
处理器指令重试
带故障监控功能的服务处理器
热插拔磁盘托架（在 BladeCenter S 机箱中）
热插拔电源和散热风扇（在机箱上）
动态处理器取消分配
逻辑分区和 PCI 总线插槽动态取消分配
PCI-E 插槽的扩展错误处理
冗余电源和散热风扇（在机箱上）

操作系统 AIX V5.3 或更高版本、AIX V6.1 或更高版本
IBM i 6.1 或更高版本1

SUSE Linux Enterprise Server 10 for POWER® （SLES10 SP3） 或更高版本；SLES11 SP1 或更高版本
Red Hat Enterprise Linux 5.5 for POWER （RHEL5.5） 或更高版本；RHEL5.1 或更高版本

高可用性 IBM PowerHA™ 系列

系统规格 PS700 易捷版刀片：9.65 in （245 mm） 高 x 1.14 in （29 mm） 宽 x 17.55 in （445 mm） 深；
重量：9.6 lb （4.35 kg）2

BladeCenter H 机箱：15.75 in （400 mm） 高 x 17.5 in （444 mm） 宽 x 28.0 in （711 mm） 深；
重量：350 lb （159 kg）2

BladeCenter S 机箱：12.0 in （306 mm） 高 x 17.5 in （444 mm） 宽 x 28.3 in （733 mm） 深；
重量：240 lb （108.9 kg）2

保修（有限） 三年保修、星期一至星期五（节假日除外）每天 9 小时、下一工作日处理、不另行收费；选定组件现场维修；
所有其他元件按 CRU（客户更换元件）执行（因国家/地区而异）。提供保修服务升级和维护。
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IBM BladeCenter PS701 易捷版一览表

外形 适用于 BladeCenter S、BladeCenter H 或 BladeCenter HT 机箱的单宽刀片服务器

处理器内核 具有 AltiVec SIMD 和硬件十进制浮点加速功能的 8 个 64 位 3.0 GHz POWER7 内核

二级 （L2） 缓存 每个内核 256 KB

三级 （L3） 缓存 每个内核 4 MB

内存（标配/最大） 基础产品：16 GB （4 x 4 GB）；易捷版产品：32 GB （4 x 8 GB）、每个刀片的最大容量为 128 GB、16 个
DIMM 插槽、以 1,066 MHz （4 GB DIMM） 和 800 MHz （8 GB DIMM） 频率运行的 ECC IBM Chipkill
DDR3 SDRAM

内部磁盘存储 一个 300 或 600 GB 2.5" 串行连接 SCSI （SAS） 10K rpm 非热插拔磁盘驱动器；基础产品无需磁盘驱动器

网络 集成虚拟以太网适配器 （IVE）、双千兆、支持可选的双千兆以太网

I/O 升级 一个 PCI-E CIOv 扩展卡和一个 PCI-E CFFh 高速扩展卡

可选连接 1 和 10 Gbps 以太网、4 和 8 Gbps 光纤通道、4X InfiniBand、SAS 扩展

PowerVM PowerVM 易捷版：包含带集成虚拟管理器和 PowerVM Lx86 的虚拟 I/O 服务器 （VIOS）
PowerVM 标准版：添加了共享处理器池和微分区
PowerVM 企业版：添加了活动内存共享和实时分区迁移

系统管理 集成系统管理处理器、IBM Systems Director Active Energy Manager、光通路诊断、预测性故障分析、群集系
统管理 （CSM）、Serial Over LAN、符合 IPMI

RAS 特性 IBM Chipkill ECC 检测与纠正
处理器指令重试
带故障监控功能的服务处理器
热插拔磁盘托架（在 BladeCenter S 机箱中）
热插拔电源和散热风扇（在机箱上）
动态处理器取消分配
逻辑分区和 PCI 总线插槽动态取消分配
PCI-E 插槽的扩展错误处理
冗余电源和散热风扇（在机箱上）

操作系统 AIX V5.3 或更高版本、AIX V6.1 或更高版本
IBM i 6.1 或更高版本1

SUSE Linux Enterprise Server 10 for POWER （SLES10 SP3） 或更高版本；SLES11 SP1 或更高版本
Red Hat Enterprise Linux 5.5 for POWER （RHEL5.5） 或更高版本；RHEL6.1 或更高版本

高可用性 IBM PowerHA 系列

系统规格 PS701 易捷版刀片：9.65 in （245 mm） 高 x 1.14 in （29 mm） 宽 x 17.55 in （445 mm） 深；
重量：9.6 lb （4.35 kg）2

BladeCenter H 机箱：15.75 in （400 mm） 高 x 17.5 in （444 mm） 宽 x 28.0 in （711 mm） 深；
重量：350 lb （159 kg）2

BladeCenter S 机箱：12.0 in （306 mm） 高 x 17.5 in （444 mm） 宽 x 28.3 in （733 mm） 深；
重量：240 lb （108.9 kg）2

保修（有限） 三年保修、星期一至星期五（节假日除外）每天 9 小时、下一工作日处理、不另行收费；选定组件现场维修；
所有其他元件按 CRU（客户更换元件）执行（因国家/地区而异）。提供保修服务升级和维护。
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IBM BladeCenter PS702 易捷版一览表

外形 适用于 BladeCenter S、BladeCenter H 或 BladeCenter HT 机箱的双宽刀片服务器

处理器内核 具有 AltiVec SIMD 和硬件十进制浮点加速功能的 16 个 64 位 3.0 GHz POWER7 内核

二级 （L2） 缓存 每个内核 256 KB

三级 （L3） 缓存 每个内核 4 MB

内存（标配/最大） 基础产品：32 GB （8 x 4 GB）；易捷版产品：64 GB （16 x 4 GB）、每个刀片的最大容量为 128 GB、16 个
DIMM 插槽、以 1,066 MHz （4 GB DIMM） 和 800 MHz （8 GB DIMM） 频率运行的 ECC IBM Chipkill
DDR3 SDRAM

内部磁盘存储 两个 300 或 600 GB 2.5" 串行连接 SCSI （SAS） 10K rpm 非热插拔磁盘驱动器；基础产品无需磁盘驱动器。

网络 集成虚拟以太网适配器 （IVE）、双千兆、支持可选的双千兆以太网

I/O 升级 两个 PCI-E CIOv 扩展卡和两个 PCI-E CFFh 高速扩展卡

可选连接 1 和 10 Gbps 以太网、4 和 8 Gbps 光纤通道、4X InfiniBand、SAS 扩展

PowerVM PowerVM 易捷版：包含带集成虚拟管理器和 PowerVM Lx86 的虚拟 I/O 服务器 （VIOS）
PowerVM 标准版：添加了共享处理器池和微分区
PowerVM 企业版：添加了活动内存共享和实时分区迁移

系统管理 集成系统管理处理器、IBM Systems Director Active Energy Manager、光通路诊断、预测性故障分析、群集系
统管理 （CSM）、Serial Over LAN、符合 IPMI

RAS 特性 IBM Chipkill ECC 检测与纠正
处理器指令重试
带故障监控功能的服务处理器
热插拔磁盘托架（在 BladeCenter S 机箱中）
热插拔电源和散热风扇（在机箱中）
动态处理器取消分配
逻辑分区和 PCI 总线插槽动态取消分配
PCI-E 插槽的扩展错误处理
冗余电源和散热风扇（在机箱中）

操作系统 AIX V5.3 或更高版本、AIX V6.1 或更高版本
IBM i 6.1 或更高版本1

SUSE Linux Enterprise Server 10 for POWER （SLES10 SP3） 或更高版本；SLES11 SP1 或更高版本
Red Hat Enterprise Linux 5.5 for POWER （RHEL5.5） 或更高版本；RHEL6.1 或更高版本

高可用性 IBM PowerHA 系列

系统规格 PS702 易捷版刀片：9.65 in （245 mm） 高 x 2.32 in （59 mm） 宽 x 17.55 in （445 mm） 深；
重量：19.2 lb （8.7 kg）2

BladeCenter H 机箱：15.75 in （400 mm） 高 x 17.5 in （444 mm） 宽 x 28.0 in （711 mm） 深；
重量：350 lb （159 kg）2

BladeCenter S 机箱：12.0 in （306 mm） 高 x 17.5 in （444 mm） 宽 x 28.3 in （733 mm） 深；
重量：240 lb （108.9 kg）2

保修（有限） 三年保修、星期一至星期五（节假日除外）每天 9 小时、下一工作日处理、不另行收费；选定组件现场维修；
所有其他元件按 CRU（客户更换元件）执行（因国家/地区而异）。提供保修服务升级和维护。
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如需更多信息
如需了解有关 IBM BladeCenter PS700、PS701和 PS702易
捷版刀片服务器的更多信息、请联系 IBM市场业务代表或
IBM业务合作伙伴、或者访问以下网站：

● ibm.com/systems/bladecenter/power-based.html
● ibm.com/servers/aix
● ibm.com/systems/i/os/i5os/
● ibm.com/linux/power
● ibm.com/systems/bladecenter/solutions
● ibm.com/common/ssi
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的。有关非 IBM产品的功能问题应由这些产品的供应商解决。

所有性能信息均是在受控环境中测定的。实际结果可能会有所不同。性
能信息“按原样”提供、IBM不做任何明示或暗示的担保或保证。购买
者应查询其他信息来源、包括系统基准测试、以评估考虑购买的系统的
性能。

提及存储容量时、TB 总数量等于 GB 总数量除以 1,000；实际可访问
容量可能低于该值。

1 IBM i 操作系统可能不支持某些 IBM BladeCenter 功能。有关信息、请
访问：ibm.com/systems/power/hardware/blades/ibmi.html.

2 安装磁盘、适配器及其他外围设备后、重量可能会有所变化。
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